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Artikel: ML6

Kunde:

Erstellt: Wodke, Alexander

Datum: 06.09.2022

Prozesstechnik: B: Pinlamination C: Pinlamination

Materialtext Mat. Nr. µm Aufbau Prozessaufbau

B00: 550 µm Tol+: 100 µm Tol-: 100 µm Dmax: 650 µm Dmin: 450 µm

C00: 690 µm Tol+: 100 µm Tol-: 100 µm Dmax: 790 µm Dmin: 590 µm

0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Dicke (D): 800 µm Tol+: 100 µm Tol-: 100 µm Dmax: 900 µm Dmin: 700 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig nominal: 724 µm


